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Vernetzungstechnologie
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Cloud Erweiterung

Material Datenbank 1 

Thermoplastische Kunststoffe

Reaktive Kunststoffe (Duroplaste & Elastomere)

Module | Produkte und Vernetzungstechnologie

Basisfunktionalität, enthalten  optional verfügbar

1. Datenbank: Thermoplaste, Duromere, Elastomere, Formmassen, Kühlmaterialien und Formwerkstoffe.
2. Die Funktion Maschinenreaktion erfordert die Daten der Maschinencharakterisierung.

PRODUKT PORTFOLIO UND FUNKTIONALITÄTEN
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Automation & Interoperabilität
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Mikromechanik Schnittstelle 5
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Sonderverfahren

Pulverspritzguss (PIM)

Physikalisches Schäumen (FIM)

Gasinnendruckverfahren (GAIM)

Wasserinnendruckverfahren (WAIM)

Co-Injektion
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PU Chemisches Schäumen
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Resin Transfer Molding (RTM)

Basisfunktionalität, enthalten  optional verfügbar

www.simpatec.com

3. Moldex3D SYNC unterstützt PTC® Creo®, NX, and SOLIDWORKS®.
4. Moldex3D FEA Interface unterstützt alle Solver, Abaqus, Ansys, MSC Nastran, NX Nastran, LS-DYNA, MSC.Marc und OptiStruct.
5. Moldex3D Micromechanics Interface unterstützt Digimat und CONVERSE.
6. Die Kopplungsfunktion von Flach- und Fließfasern erfordert zusätzlich die Lizenz für EnhancedFiber.

Systemanforderungen:
Plattform: Windows: Windows 10, Server 2019 oder Linux: CentOS 7 series, CentOS 8 series, RHEL 7 series, RHEL 8 Series (nur Solver und LM)
Hardware: Minimum: CPU = AMD Ryzen™ Threadripper™ 39xxX series, Intel 12th Generation Intel® Core™ i9 series | RAM = 16 GB RAM x 4 3200Mhz | 
HDD = 20 GB free space (für Programminstallation)
Empfohlen: CPU = AMD EPYC, Milan, Milan-X series, Intel XEON Gold, Platinum, Bronze–81xx, 61xx, 31xx series (L3 größtmöglich, Clock speed schnellstmöglich) | 
RAM = 32GB x 8 mit ECC / 3200Mhz | HDD = 4 TB SSD (für Projekt Management) | Grafikkarte = NVIDIA Quadro series, AMD Radeon series | 
Bildschirmauflösung = 1920 x 1080



In Deutschland: 

SimpaTec 
Simulation & Technology Consulting GmbH 
Wurmbenden 15 

52070 Aachen 

Telefon: 0241 565276-0 

Telefax: 0241 565276-99 

info@simpatec.com 

SimpaTec 

Kieler Straße 303 

22525 Hamburg 

In Österreich: 

SimpaTec GmbH 

SimpaTec 

Auchtertstraße 8 

72770 Reutlingen 

Technologie- und Innovationszentrum Kirchdorf 

Pyhrnstraße 16 

4553 Schlierbach 

Österreich 

Telefon: +43 664 204 07 73 

info-austria@simpatec.com 

www.simpatec.com 

SimpaTec 

Röhrstraße 15 

99423 Weimar 

In den USA: 

SimpaTec lnc. 

6201 Fairview Raad, Suite 200 

Charlotte, NC 28210, 

USA 

Telefon: +1 704 912 4721 

info-us@simpatec.com 

In Frankreich: 

SimpaTec Sari 
170 rue de la Republique, 

Espace Florival 

F-68500 Guebwiller, France 

Telefon: +33 389 81 96 64 

info-france@simpatec.com 

In Thailand, Asien: 

SimpaTec Engineering Asia Co., Ltd. 
85 Room 3301, Nakhon-ln Rd., Talat Khwan 

Mueang, Nonthaburi 11000, Thailand 

info-asia@simpatec.com 




